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证券代码：002436                               证券简称：兴森科技 

 

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 

2021 年 11月 19 日投资者关系活动记录表 

 

                                                     编号：2021-11-001 

投资者关系 

活动类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （电话会议） 

参与单位名称

及人员姓名 

永赢基金管理有限公司：常远、蔡霖、乔敏、晏青、范帆、任桀、张海

啸、李琦 

广发证券：翟凌阳 

上海胤胜资产管理有限公司：王道斌 

时间 14：20～15:40 

地点 公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 

副总经理、董事会秘书：蒋威 

证券事务代表：王渝 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

一、公司历史介绍 

公司成立于 1993 年，持续 28 年深耕线路板产业链，从 PCB 样板起

家，2012年开始进入 IC封装基板领域，2015 年通过收购美国 HARBOR和

设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板，公司坚持走技术升级道

路，以研发促进产品、技术和应用领域的升级，实现了从传统 PCB 到半

导体测试板、IC 封装基板的产品、技术和客户升级。同时，产品结构、

经营模式的差异使得公司具备一定的议价能力，毛利率处于同行较高水

平。受益于早年的布局，当前 IC封装基板全球缺货及下游爆发式增长给
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公司带来了良好的发展机遇，未来公司的重点工作是推动广州兴科项目

IC封装基板业务的投资扩产。 

二、产能情况介绍 

PCB业务：2020年度，广州生产基地产能为 33.72万平方米/年；宜

兴生产基地产能为 25.5 万平方米/年；英国 Exception 公司产能为 0.4

万平方米/年；广州生产基地新增中、高端、多层样板产线，规划产能为

1.5 万平方米/月，目前产能处于逐步释放过程中；小批量产线在广州生

产基地和宜兴生产基地，此次公司启动的非公开发行项目主要是宜兴生

产基地二期工程，建设完成后将新增 96 万平方米/年的量产产能，将分

期建设投产。 

半导体测试板：经营模式与样板类似，属于多品种、小批量、定制

化生产，产品单价和附加值较高。主要主体有美国 HARBOR、广州科技及

上海泽丰。HRABOR 从事测试板的设计、生产和贴装，虽然产能少，但单

价高。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂,并

为美国 Harbor提供产能支持。上海泽丰专注于半导体测试板的设计业务，

公司于 2020年上半年转让部分上海泽丰股权之后，不再控股及并表。 

2021 年上半年半导体测试板实现销售收入 2.03 亿元；2021 年上半

年测试板收入同比下滑主要是因为出售上海泽丰股权导致其不再纳入合

并报表，美国 Harbor产能受限，以及国内扩产的半导体测试板产能尚未

形成增量贡献。 

IC封装基板：目前广州生产基地 2万平方米/月的产能已处于满产状

态，良率保持在 95%以上；与大基金合作的 IC 封装基板项目（广州兴科）

分二期投资，第一期规划的产能为 4.5万平方米/月，目前已在珠海完成

厂房建设，处于装修和产线安装调试阶段。 

三、IC 封装基板业务介绍 

半导体行业从去年开始表现出产销两旺的格局，收入、利润持续增

长，产业链高景气。IC 封装基板和半导体测试板是芯片制造和测试的关

键材料，受益于芯片产业链的高景气，目前订单能见度高。 

2020年全球 IC封装基板行业规模 100亿美金、增长 25%，Prismark
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预测 2021年全球 IC封装基板行业规模达到 120亿美金，增长接近 20%，

2025年达到 160～170亿元、复合增长率 9.7%，届时 IC封装基板将超过

软板成为线路板行业中规模最大、增长最确定的细分子行业。目前内资

载板厂 2020年规模 4亿元美金，全球市场占有率仅有 4%，而国内封测厂

全球市场占有率 25%以上，国产配套率仅有 10%左右。未来国内晶圆和封

测产能持续扩产是 IC 封装基板行业需求增长的保证。公司 2012 年开始

进入 IC 封装基板领域，2019 年实现财务层面盈利，预计 2021 年实现经

营目标。 

IC 封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资

源，我们就是其中一家，行业赛道好，玩家少。三星认证的通过说明了

我们的体系、能力、技术都得到了头部客户的认可，且海外大客户的认

证周期都是长达 2年以上，因此预计未来 2～3 年新进入者还无法成长到

与公司抗衡，产业链供需格局还是很好。 

四、宏观经济因素波动对半导体行业的影响 

公司营收规模由 2010年的 8.04亿元稳步增长至 2020年的 40.35亿

元，十年复合增长率为 17.51%，从历史上看，受宏观经济波动影响较小。

同时，公司获取订单能力较强，不依赖单一客户，客户群体所涉行业较

广，也一定程度上能抵抗宏观经济因素波动带来的影响。 

五、对未来行业判断 

总体是乐观的，但也存在一些不可控因素，如疫情、中美贸易战、

缺货、原材料涨价等，均会对行业产业链造成一定的冲击。目前国内疫

情所带来的影响正逐步减弱，带动需求回升、订单增长。企业未来的增

长空间视产品结构及客户结构而有所不同，随着公司逐渐扩大高端产品

占比，及多行业优质客户的深度绑定，未来增长空间可期，只要继续保

持研发和技术上领先，良率和交付持续改善，随着产能的持续增长，公

司有望实现持续稳定发展。 

附件清单 无 

日期 11月 19日 

 


